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半导体

两大晶圆厂披露年报：加大研发投入力度

本报记者 王信豪

日前，国内两大晶圆代工企业中芯国际
与华虹半导体几乎同时披露了 2023 年年
报。2023年，中芯国际的库存消化取得阶段
性进展，华虹半导体在汽车和工业市场迎来
小幅回暖。两家企业进一步加大研发投入，
对产品生产销售结构进行微调，以应对市场
需求下降带来的挑战。

中芯国际库存消化

初见成效

年报数据显示，中芯国际2023年总营收
为 452.5 亿元 ，同比下降 8.6% ，毛利 率为
21.9%，年平均产能利用率为75%。

中芯国际方面表示，2023 年上半年，全
球集成电路产业发展受多重因素交叠影
响。一方面，全球经济短期内增长乏力，导
致全球消费动力不足。另一方面，从半导体
产业周期来看，由于 2022 年半导体产业链
的过度囤货和需求透支，进一步拖延了集成
电路终端市场的库存消化进程。市场整体
仍处于库存消化阶段，以全球智能手机和
个人电脑市场为主的应用市场需求呈疲软
态势。

在 2023 年下半年，终端市场的需求呈
一定复苏迹象，但整体供应链库存仍处于
高位，终端产品销售状况处于调整阶段，
因此，库存消化仍为 2023 年半导体行业主
旋律。

截至 2022 年年底，中芯国际晶圆片（计
数约当8英寸晶圆）制造总量为751.1万片，
销售量为709.8万片。库存总量约为51.7万
片，相较2021年增长395.1%。其中，中芯国
际在2022 年中通过生产销售差额产生的库
存量约为41.3万片，第三季度晶圆盈余超过
15万片。

2022 年的高行业库存也成为影响中芯
国际2023 年营收的主要原因之一。中芯国
际方面表示：“受此影响，集团平均产能利用
率降低，晶圆销售数量减少，产品组合变动，
进一步影响了集团2023年度的财务表现。”

结合2022年和2023年年报，记者发现，
中芯国际的库存消化进展初见成效，库存增
速的放缓尤为明显。截至2023年年底，公司
晶圆库存总量为 72.4 万片，仅同比增长

40.1%。中芯国际称，库存增长的主要原因是
企业生产备货，但对比2022年，其库存囤积
的情况已有所好转。经过计算，中芯国际在
2023 年内产生的库存量仅有 20.7万片，同
比减少约50%。

2023年11月10日，中芯国际CEO赵海
军在第三季度财报说明会上表示：“在中国
市场上，2022年第三季度开始出现的高水位
库存问题已经得到缓解，降到了一个比较健
康的水平。”

同时，赵海军也提到了销售地区的差
异。“海外市场的去库存节奏，特别是手机和
消费类 IC 的提动晚于国内，目前仍然处于
去库存的困难时刻。”他表示。

华虹半导体收获

工业和汽车市场

华虹半导体在2023年受全球半导体市场
疲软的影响，年度总营收162.3亿元，同比下
降3.3%。产能方面，截至2023年年底，华虹半
导体月产能达39.1万片（约当8英寸晶圆），产
能利用率为94.3%，同比减少13.1%。

在华虹半导体的营收构成中，工业和汽
车电子营收约48.4亿元，同比增长22.4%，该

领域也是华虹半导体唯一实现双位数增
长的终端市场领域，营收占比达 29.5%。
同时，按照技术细分领域，华虹半导体的
功率器件同样保持双位数增长，报告认
为，这也是由新能源汽车和工业部门的强
劲需求推动的。

数据显示，2022年消费电子市场占据
了华虹半导体60%以上的总营收份额，这
一比重在 2023 年第一季度开始下降。同
时，工业和汽车电子市场占比开始攀升，
并且该领域营收在第一、二季度均实现了
超50%的同比增长。不过，该业务营收在
2023年下半年也略有波动，这主要是由于
价格竞争日益加剧，市场对如MCU、智能
卡芯片，通用 MOSFET 等电力和离散器
件的产品需求减少导致的。

不过，华虹半导体表示，公司在这
些挑战中实现了独立业务 （工业和汽车
电子） 收入保持增长，主要是IGBT产品
比例的增加，以及新一代 MOSFET 技术
的有序引进。

“在新的一年里，公司将继续为客户
提供优质的技术和服务，聚焦汽车、光伏、
消费产品升级等新成长市场。”华虹半导
体总裁兼执行董事唐均君在 2023 年年底
表达了对汽车等市场的期待。

晶圆厂加强研发投入

调整产品组合

虽然两家企业在 2023 年的营收均不及
2022年，但是它们不约而同地加强了研发方
面的投入力度。

中芯国际研发投入约49.9亿元，研发投
入总额占收入比例达11%，同比增加1%，截
至2023年年底，公司累计获得专利共13450
件，其中发明专利11641 件。研发人员数量
占集团总人数的11.7%，同比增长0.9%。

华虹半导体研发费用达15.2亿元，同比
增长 28.3%，研发费用率同比增长 2.5%，达
9%。研发人员数量达1285人，占公司总人数
的18.7%。

两家企业在年报中都谈及了“调整产品
组合”，在以8英寸和12英寸为主的晶圆制造
业务中对产品生产和销售结构进行了微调。

中芯国际 12 英寸晶圆片的销售额占比
达74%，同比增长7%。华虹半导体进一步扩
大12英寸晶圆产能，并于2023年6月正式开
始无锡二期 12 英寸特色工艺生产线的建
设。据悉，2023年12月24日，无锡二期主厂
房已吊装完成，预计将于2024年年底投产，
月产能将达8.3万片。

在“8英寸+12英寸”之外，为应对汽车、家
电和新能源市场高质量发展推动的市场升级
所带来的需求，华虹半导体也提出了“特种
IC+Power Discrete（功率离散）”的工艺布
局，加强对生态系统的参与度，以确保平衡
的供需关系。华虹半导体执行董事张素心和
唐均君在致股东信中表示：“展望2024年，我
们将紧跟市场趋势，持续推进新技术的研发
和现有工艺平台的优化与提升，强化特色工
艺领域的优势，聚焦新质生产力，推动产业生
态协同。”

数据来源：华虹半导体各季度财报
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